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論
文

1. 緒　言

　1990年代，マルチメディア時代に突入したことにより，
パーソナルコンピューター，携帯電話などの情報通信機器
の需要が高まり，より一層の電子機器の高性能化，小型軽
量化が要求されるようになった。これらの技術を先導して
きたのが半導体技術であり，半導体内部の配線のダウンサ
イジングはもとより，パッケージ技術が特に重要である。
　従来，回路基板上に半導体を実装する方法には，電極
パッド半導体チップと基板を電気的に接続するワイヤーボ
ンディング法がある。しかし，近年の小型軽量化を推進す
る上でワイヤーのスペースが大きな障害となり，ワイヤー
を使わずにダイレクトに実装するフリップチップ法が注目
されている。
　フリップチップ法では，チップ上のパッドと外部電極と
を電気的に接続するためにバンプを形成する必要がある。
電極材料の多くはアルミニウムおよびアルミニウム合金が

使われており，バンプとアルミニウム電極はある程度密着
が必要である為，バンプとアルミニウムとの間にバリヤメ
タルと呼ばれる多層金属膜を形成しなければならない。こ
のバリヤメタルの第一層金属としてアルミニウム上にニッ
ケルを成膜する場合，前処理としてジンケート法を用いる
が，ジンケート処理浴は強アルカリ性あるいは強酸性であ
るため，アルミニウム電極（以後，電極）のエッチングロ
スやポリイミド絶縁膜（以後，絶縁膜）へのダメージが懸
念される。そのため，チップ回路形成には電極および有機
絶縁膜上にスパッタを用いたドライプロセスを用いるが，
コスト面での課題が残る 1)～7)。
　本研究では，さらなる軽薄短小とコスト低減を実現する
ため，電極に対し亜鉛置換法を用いず直接無電解ニッケル
めっきを行い 5)，絶縁膜には UVを照射し，改質された部
分のみに触媒を付与することでレジストを用いずに配線形
成を行う。これらの手法を用いることで 4),8)，半導体チップ
のアルミニウム電極および絶縁材料における有機材料へス
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　概要　回路基板上に実装する方法として電極パッドと基板を電気的に接続するワイヤボンディング法が利用されている。し
かし近年の小型，軽量化を進める上でワイヤーのスペースが障害となっている。そこで新たな実装方法としてワイヤーを使わ
ずに直接接続するフリップチップ法が注目されている。電極材料の多くはアルミニウムが使われており，一般的にアルミニウ
ム上へのめっきにはジンケート法が用いられている。しかし，亜鉛置換浴は強アルカリ性，強酸性であるため，電極のエッチ
ングロスやポリイミドへのダメージが懸念される。そこで，電極上へ無電解 NiBめっきによりニッケルの微粒子を析出させ，
続けて無電解 NiPめっきで厚付けを行うことでジンケート処理を行わずにめっきを成膜した。その後，選択的な UV改質処理
を行うことでポリイミド絶縁膜に対して配線を形成することが可能であった。

Abstract
The wire-bonding method for electrically connecting the substrate and the electrode pads is used for 

mounting semiconductor components on circuit boards. However, as wire pitch becomes narrower in 
advanced packaging, the flip chip method has drawn attention as a means of mounting the chip by direct 
connection to the circuit board. In general, circuits are formed by sputtering aluminum onto an organic 
insulating film, which is then plated using a double-zincate method. However, for aluminum electrodes 
on polyimide, the polyimide is attacked by the strong alkaline or acid zincate bath. In this article, a 
zincate-free process on aluminum and wiring pattern formation on polyimide proved the possibility of 
using a combined treatment of fine Ni particle formation with direct electroless NiB plating and thick 
electroless NiP plating.
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